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第1章：中国人工智能芯片行业发展综述1.1 人工智能芯片行业基本概念

1.1.1 人工智能芯片定义

1.1.2 人工智能芯片产品分类



（1）按照技术架构分类

（2）按照功能分类

（3）按照运用场景分类

1.2 人工智能芯片产业链分析

1.2.1 人工智能芯片产业链简介

1.2.2 人工智能芯片下游市场分析

（1）自动驾驶行业对人工智能芯片的需求分析

（2）安防行业对人工智能芯片的需求分析

（3）机器人行业对人工智能芯片的需求分析

（4）智能家居行业对人工智能芯片的需求分析

（5）数据中心行业对人工智能芯片的需求分析

1.3 人工智能芯片行业发展环境分析

1.3.1 行业发展经济环境分析

（1）国际宏观经济发展现状及走势

（2）国内宏观经济环境分析

（3）环境对产业的影响

1.3.2 行业发展政策环境分析



（1）人工智能芯片行业政策汇总

（2）中国半导体产业政策

1.3.3 行业发展社会环境分析

（1）城市化进程分析

（2）社会信息化程度分析

1.3.4 行业发展技术环境分析

（1）行业专利申请数量

（2）行业专利公开分析

（3）专利申请人排行

（4）行业热门技术分析

第2章：全球人工智能芯片行业发展现状及趋势分析2.1 全球芯片行业发展阶段

2.1.1 起源：美国成为芯片产业发源地

（1）美国贝尔实验室完成半导体技术的原始积累

（2）资金和人才是波士顿成为半导体产业发源地

（3）微处理器的发明开启了计算机和互联网的技术革命

（4）英特尔通过不断创新发展成为微处理器领域的

2.1.2 阶段：向日本转移



（1）日本半导体产业的崛起首先依赖于国外技术转移

（2）出台大量政策支持半导体产业发展

（3）存储器走上历史舞台，日本加速追赶

（4）凭借的工艺技术，日本DRAM全球市占率不断提升

2.1.3 第二阶段：向韩国、中国台湾转移

（1）为稳定供应链，三星主动切入半导体领域

（2）三星的技术引进战略奠定了存储半导体研发的基础

（3）竞争对手限制，三星从技术引进转向自主研发

（4）90年代中期，日本DRAM产业逐步衰落

（5）美国转变对日政策，日本半导体遭遇打击

（6）官产学研通力合作，促进韩国半导体产业腾飞

（7）台湾地区受益商业模式变革，切入代工业务异军突起

2.1.4 第三阶段：向中国大陆地区转移

（1）国家不断出台相关政策，半导体产业支持力度空前

（2）下一轮终端需求的爆发将来自于5G实现后的万物互联场景

2.1.5 第四阶段：人工智能芯片

2.2 全球人工智能芯片行业发展现状分析



2.3 全球主要地区人工智能芯片行业发展分析

2.3.1 美国人工智能芯片行业发展分析

（1）行业发展基本情况

（2）行业发展水平现状

（3）行业主要市场参与者

2.3.2 欧洲人工智能芯片行业发展分析

（2）行业技术发展水平

2.3.3 日本人工智能芯片行业发展分析

2.4 全球人工智能芯片行业企业分析

2.4.1 英伟达

（1）企业发展简况

（2）企业人工智能芯片布局

（3）企业经营情况分析

2.4.2 英特尔

2.4.3 谷歌



2.4.4 AMD

2.4.5 赛灵思

第3章：中国人工智能芯片行业发展现状及趋势分析3.1 中国人工智能芯片行业发展现状分析

3.2 中国人工智能芯片行业发展特点分析

3.2.1 人工智能芯片区域性特点分析

3.2.2 人工智能芯片产品特点分析

3.2.3 人工智能芯片应用领域特点分析

（1）数据中心应用

（2）移动终端应用

（3）自动驾驶应用

（4）安防应用

（5）智能家居应用

3.3 中国人工智能芯片行业发展影响因素分析

3.3.1 行业发展促进因素分析



（1）政策因素

（2）技术因素

（3）市场因素

3.3.2 行业发展不利因素分析

（1）贸易摩擦

（2）技术封锁

（3）其他因素

3.4 中国人工智能芯片行业发展趋势分析

3.4.1 行业市场趋势分析

3.4.2 行业竞争趋势分析

3.4.3 行业技术趋势分析

3.4.4 行业产品趋势分析

第4章：人工智能芯片细分产品分析4.1 显示芯片（GPU）

4.1.1 产品特点分析

4.1.2 GPU发展历程分析

4.1.3 产品主要代表企业

4.1.4 产品进展



4.1.5 产品市场规模分析

4.1.6 产品需求前景预测

4.2 可编程芯片（FPGA）

4.2.1 产品特点分析

4.2.2 FPGA芯片优势及应用

4.2.3 产品主要代表企业

4.2.4 产品市场规模分析

4.2.5 产品市场发展现状

4.2.6 产品需求前景预测

4.3 专用定制芯片（ASIC）

4.3.1 产品特点分析

4.3.2 产品典型应用领域分析

4.3.3 产品主要代表企业

4.3.4 产品进展

4.3.5 产品市场规模及前景预测

第5章：全球及中国人工智能芯片企业竞争策略分析5.1 中国人工智能芯片行业竞争现状分析

5.1.1 行业总体竞争格局分析



（1）全球人工智能芯片行业总体企业格局分析

（2）全球人工智能芯片行业总体区域格局分析

（3）全球人工智能芯片行业细分产品竞争分析

5.1.2 行业五力竞争分析

（1）行业现有竞争者分析

（2）行业潜在进入者威胁

（3）行业替代品威胁分析

（4）行业供应商议价能力分析

（5）行业购买者议价能力分析

（6）行业购买者议价能力分析

5.2 全球及中国人工智能芯片企业竞争策略分析

第6章：中国人工智能芯片行业发展指引方向分析6.1 人工智能芯片行业短期内政策引导方向

6.1.1 国家层面政策引导方向

6.1.2 地方层面政策引导方向

6.2 人工智能芯片行业技术发展方向

6.2.1 国内人工智能芯片所处生命周期

6.2.2 现有芯片企业技术分析



（1）技术水平

（2）国产化率

（3）专利申请及获得情况

6.2.3 现有人工智能芯片技术突破方向

6.3 人工智能芯片技术挑战

6.3.1 冯�诺伊曼瓶颈

6.3.2 CMOS工艺和器件瓶颈

6.4 人工智能芯片设计架构技术发展趋势

6.4.1 云端训练和推断：大存储、高性能、可伸缩

（1）存储的需求（容量和访问速度）越来越高

（2）处理能力推向每秒千万亿次，并支持灵活伸缩和部署。

（3）专门针对推断需求的FPGA和ASIC。

6.4.2 边缘设备：把效率推向

6.4.3 软件定义芯片

（1）计算阵列重构

（2）存储带宽重构

（3）数据位宽重构



6.5 AI芯片基准测试和发展路线图

第7章：中国人工智能芯片行业企业分析7.1 中国人工智能芯片行业企业总体发展概况

7.2 中国人工智能芯片行业企业分析

7.2.1 北京中科寒武纪科技有限公司

（2）企业主营业务分析

（3）企业人工智能芯片布局

（4）企业融资情况分析

（5）企业优劣势分析

7.2.2 深圳地平线机器人科技有限公司

（4）企业经营情况分析

（5）企业融资情况分析

（6）企业优劣势分析

7.2.3 北京深鉴科技有限公司

（5）企业发展规划分析



7.2.4 华为技术有限公司

（3）企业技术能力分析

（4）企业优劣势分析

7.2.5 云知声智能科技股份有限公司

7.2.6 北京比特大陆科技有限公司

7.2.7 上海富瀚微电子股份有限公司

（2）企业经营情况分析

1）企业主要经济指标

2）企业盈利能力分析

3）企业运营能力分析

4）企业偿债能力分析

5）企业发展能力分析

（3）企业主营业务分析



（4）企业研发能力分析

（5）企业人工智能芯片布局

7.2.8 长沙景嘉微电子股份有限公司

7.2.9 北京四维图新科技股份有限公司

第8章：中国人工智能芯片行业投资前景及策略建议8.1 中国人工智能芯片行业投资现状分析

8.1.1 行业投资壁垒分析

8.1.2 行业投资规模分析

8.2 中国人工智能芯片行业投资前景判断

8.2.1 行业投资推动因素

8.2.2 行业投资主体分析



8.2.3 行业投资前景判断

8.3 中国人工智能芯片行业投资策略建议

8.3.1 行业投资领域策略

（1）重点聚焦深度学习技术积累

（2）在生物识别、物联网、安防等服务领域进行突破

8.3.2 行业产品创新策略
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